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定款一部変更に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 23 年５月 19 日開催の取締役会において、平成 23 年６月 24 日開催予定の当社第

34 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

記 

１．定款変更の目的 

当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、

現行定款第２条につきまして事業目的の追加をするものであります。 

 

２．定款変更の内容 

 定款変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

（１）コンピュータ周辺機器装置及び関連ソ

フトウェアの仕入・販売・リース・製

造及び開発業務 

（２）コンピュータ情報機器及びオフィスオ

ートメーション、ファクトリーオート

メーション機器の仕入・販売・リース・

製造及び開発業務 

（３）情報・通信システムならびに応用シス

テムの企画・開発・製造・販売ならび

に輸出入 

（４）自動制御電子機器の開発・製造・販売

（５）データ通信サービスの提供業務 

（新設） 

 

（６）工業所有権・著作権及び情報システム

に関するノウハウの実施許諾 

（７）損害保険代理業・生命保険の募集に関

する業務 

（８）情報処理技術者の派遣 

（９）コンピュータによるデータ処理の受託

（10）コンピュータシステムに関する教育及

び実務指導 

（11）家庭用電化製品の卸・小売販売 

（12）電子部品ならびに電子応用機器の卸・

小売販売 

（13）前各号に付帯する一切の事業 

（目的） 

第２条  （現行どおり） 

 

（１） （現行どおり） 

 

 

（２） （現行どおり） 

 

 

 

（３） （現行どおり） 

 

 

（４） （現行どおり） 

（５） （現行どおり） 

（６） 集積回路、基板の設計、開発、製造な

らびに販売 

（７） （現行どおり） 

 

（８） （現行どおり） 

 

（９） （現行どおり） 

（10） （現行どおり） 

（11） （現行どおり） 

 

（12） （現行どおり） 

（13） （現行どおり） 

 

（14） （現行どおり） 

 

３．日程 

 定款変更のための株主総会開催日  平成 23 年６月 24 日 

 定款変更の効力発生日            平成 23 年６月 24 日 

以 上 


